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内容概要

　　本书是“高新技术科普丛书”之一。
微电子技术是高技术和信息产业的核心技术，其发展水平和产业规模是衡量一个国家经济实力的标志
之一。
　　全书共分8章，分别介绍了集成电路设计、微细加工技术、CMOS器件及电路制造技术、化合物半
导体器件和电路、双极和BiCMOS器件和电路，新型封装技术和测试技术。
　　本书适合从事高技术和信息产业的研究人员、技术人员、生产人员、管理人员阅读，也可供院校
师生参考。
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文献第2章 基于IP的集成电路设计　2.1 系统芯片（SOC）设计　2.2 SOC系统芯片与芯片的设计再利用
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双极集成电路中的基本元件　6.2 以极集成电路的工艺实现　6.3 先进的双极工艺　6.4 性能卓越
的BiCMOS电路　6.5 BiCMOS器件和电路制造技术　6.6 先进的BiCMOS技术及其在数模混合电路和系
统集成中的应用　参考文献第7章 新型封装技术　7.1 概述　7.2 传统封装工艺过程　7.3 新型封装技术
　7.4 跨世纪的电路装联技术　7.5 下一代微型器件组装技术——电场贴装　参考文献第8章 超大规模集
成电路测试技术　8.1 简介　8.2 数字电路测试　8.3 模拟电路及数模混合电路测试　8.4 测试技术展望
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